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1 Accettabilita degli Assemblaggi Elettronici

Introduzione

In questa sezione sono contenuti i seguenti argomenti:
1.1 Scopo

1.2 Obiettivo

1.3 Classificazione

1.4 Definizione dei requisiti

1.4.1 Criteri di accettabilita

1.4.1.1 Condizione Target

1.4.1.2 Condizione Accettabile

1.4.1.3 Condizione Difettosa

1.4.1.3.1 Segregazione

1.4.1.4 Condizione Indicatore di Processo

1.4.1.4.1 Metodologie riguardanti la Condizione Indicatore
di Processo

1.4.1.5 Condizioni Combinate

1.4.1.6 Condizioni non Specificate

1.4.1.7 Progetti Particolari

1.5 Termini e Definizioni

1.51 Orientamento del Circuito Stampato

1.5.1.1 *Lato Primario (Primary Side)

1.5.1.2 *Lato Secondario (Secondary Side)

1.5.1.3 Lato Sorgente della Lega Brasante (Solder
Source Side)

1.5.1.4 Lato Destinazione della Lega Brasante (Solder
Destination Side)

1.5.2  *Brasatura Fredda (Cold Solder Connection)

1.5.3 Isolamento elettrico (Electrical Clearance)

154 Alta Tensione (High Voltage)

1.5.5 Lega Brasante Intrusiva (Intrusive Solder)

1.5.6  *Dissoluzione (Leaching)

1.5.7 Menisco del Componente [Meniscus
(Component)]

1.5.8  *Piazzola non Funzionale (Nonfunctional Land)

1.5.9 Reoforo e Pasta Brasante nel Foro (Pin-in-Paste)

1.5.10  Diametro del Filo (Wire Diameter)

1.5.11  Avvolgimento del Filo (Wire Overwrap)

1.5.12  Sovrapposizione del Filo (Wire Overlap)

1.6 Esempi ed lllustrazioni
1.7 Metodologia di Ispezione
1.8 Verifica delle Dimensioni
1.9 Aiuti Visivi

1.10 llluminazione
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If a conflict occurs between the
English and translated versions of
this document, the English version
will take precedence.

In caso di conflitto tra la versione
in lingua inglese e le versioni
tradotte di questo documento, la
versione in lingua inglese avra la
precedenza.

1.1 Scopo

accettabilita relativi alla qualita degli assemblaggi
elettronici.

Questo documento descrive i criteri di accettabilita

per la realizzazione degli assemblaggi elettrici

ed elettronici. Storicamente, gli standard relativi
all’'assemblaggio elettronico contenevano istruzioni piu
complete che trattavano i principi e le tecniche. Per una
maggiore comprensione in merito alle raccomandazioni
ed ai requisiti contenuti in questo documento & possibile
utilizzare anche i documenti IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820
e IPC J-STD-001.

| criteri definiti in questo standard non sono stati

concepiti né per definire i processi per la realizzazione
dell'assemblaggio, né per autorizzare riparazioni/
modifiche o cambiamenti al prodotto del cliente. Per
esempio, la presenza di un criterio riguardante il fissaggio
dei componenti elettronici mediante adesivo non implica/
autorizza/esige il suo impiego, cosi come la descrizione

di un avvolgimento di un reoforo attorno ed un terminale in
senso orario non implica/autorizza/esige che I'avvolgimento
debba essere eseguito secondo questa direzione.

Gli utilizzatori di questo standard dovrebbero essere
bene informati sull’applicabilita dei requisiti contenuti
nel documento e su come applicarli.

L'IPC-A-610 include alcuni criteri che non sono contemplati
nelllIPC J-STD-001, quali il maneggiamento, i requisiti
meccanici e altri requisiti di lavorazione. La Tabella 1.1

€ un sommario dei documenti correlati a questo standard.

L'IPC-AJ-820 & un documento di supporto che fornisce
informazioni relative alla finalita dei contenuti di questa
specifica e chiarisce od amplia la comprensione tecnica
dei limiti di transizione dai criteri di una condizione
Target ad una condizione Difettosa. Inoltre, vengono
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